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Bei Wiirth in Kiinzelsau wurde ein Blick auf
Design, Simulation und Fertigung geworfen
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H.-J. Friedrichkeit zeichnet den bitteren
Niedergang der Laminatindustrie nach
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Fiir den Automotive-Markt wurden neue
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Fur jede Anwendung
die passende
Inspektionslosung
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Die ECTC 2025 in Texas positionierte im Mai Advanced
Substrates als Schliissel zur KI-Skalierung

auf Basis kunstlicher Intelligenz
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PIEK feiert 2025 sein 60-jdhriges Bestehen. 1965 von Jo und
Liesheth Walls gegriindet, entwickelte sich das Unternehmen
unter der Leitung ihrer Séhne Ben und Rob zu einem interna-
tional tétigen Schulungspartner fiir die Elektronikfertigung.

PIEK bietet das gesamte Spektrum an IPC-Zertifizierungen
sowie individuelle Schulungen durch erfahrene Master-Trai-
ner. Branchen wie Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt,
Medizin und Automotive vertrauen seit Jahrzehnten auf das
Know-how. Ergénzt wird das Angebot durch Beratung und
Audits — praxisnah, kompetent und weltweit gefragt.

www.piektraining.com
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